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Vysoce vykonné petiosé mereni

Nejrychlejsi skenovani a
méreni jednotlivych bodu

:' Eliminuje pozize s
=4s plynulosti méreni
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)‘m . Jedinecéna flexibilita
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Vice nez 40 let nabizela spole¢nost Renishaw inovace, které byly milniky v primyslové metrologii, od originalni dotekové
spinaci sondy a motorické polohovatelné hlavy po systémy opakovatelné vymény dotek a modularniho skenovani. Technologie
pétiosého méreni spolecnosti Renishaw pfedstavuje nejvétsi krokovou zménu v méfeni, kterou jsme kdy zavedli, vychazejici

z nejvétsiho vyzkumného a vyvojového programu, ktery jsme kdy provedli.

Pokrocilé technologie hlavic, snimacl a fidicich systémt umoznily spole¢nosti Renishaw vyvinout systémy pétiosého mérenti,
které nabizeji bezprecedentni rychlost a flexibilitu méfeni bez kompromist v pfesnosti. Pétiosé méfeni zvysuje vykon méfenti,
minimalizuje prostoje ve vyrobé a poskytuje komplexnéj$i posouzeni kvality produkovanych vyrobka.

Na rozdil od tfiosych méficich systémi zalozenych na indexovatelnych hlavach nebo pevnych sondach umozriuji pétiosé
systémy souvisly pohyb doteku po nepretrzité draze okolo slozitych dilcti bez nutnosti opustit povrch kvili indexovani hlavy.
Algoritmy Fidicich systém, které synchronizuji pohyb soufadnicového méficiho stroje a pohyb hlavy vytvareji optimalni drahu
doteku a minimalizuji dynamické chyby soufadnicového méficiho stroje.
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Rychlost skenovani soufadnicového méficiho stroje je omezena dynamikou stroje, oby¢ejné se pohybuje v rozsahu 80 az 150
mm/s. Davno pfed dosazenim tohoto limitu se vSak zhorSuje pfesnost méfeni. Efektivni maximalni rychlost méfeni je tak asto
omezena na hodnotu mezi 10 a 20 mm/s.

Pohyb soufadnicového méficiho stroje v kartézském systému ovliviiuji nelinearni zrychleni a zpomaleni, ktera krouti a prohybaiji
konstrukci stroje. Tyto dynamické deformace maji za nasledek chyby méfeni, které se zvysuji s rychlosti méfeni a se zrychlenim.

Aby nedochazelo k dynamickym prihybdm, pétiosé méfeni spole¢nosti Renishaw minimalizuje zrychleni stroje, pfi¢emz se
dotek pohybuje po povrchu dilce velmi rychle.

+ eliminace potizi s plynulosti méfeni

+ rychla zpétna vazba procesu

+ vysoka rychlost kalibrace hlavy a snimace

» méné €asu pro polohovani sondy a vice ¢asu pro méfeni

+ bez vymény sestav dotekl

500
Pétiosé méfeni spole€nosti Renishaw prolamuje bariéru 400
dynamického vykonu minimalizaci zrychleni a tedy
setrva¢ného zatiZzeni konstrukce stroje. Dynamické hlavy 300
spolecnosti Renishaw provadéji vétSinu meéficich operaci a
zajistuji vyjimecny vykon bez snizeni pfesnosti. 200 V|
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0




Technologie pétiosého méfeni spole¢nosti Renishaw umozriuje nejenom pouzivat stavajici strategie méfeni rychleji nez dfive,
ale také mnohem efektivnéji pomoci novych skenovacich rutin. Schopnost pohybu v péti osach a neomezeného polohovani
hlavice REVO umozriuje spojené skenovani, které plynule kombinuje dvé rlizné metody skenovani. Otvory Ize méfit pomoci
dotekovych bodd, kruhovych skent nebo spiralovych sken(, zatimco data na tvarovych plochach a hranach Ize zachycovat

rychlym pohybem hlavy.

+ Rizeni sougasného pohybu 5 os

+ Snimani dat dilce pohybem hlavy

+ Dynamickéa dvouosa hlava provadi vétsinu pohybl doteku
+ Unikatni technologie snimani prihybem doteku

» Skenovani sou¢asného pohybu 5 os poskytuje
bezkonkurenéni flexibilitu méfeni

,Doteky hlavy“ snimaji méfené body rychleji s lepsi
presnosti a opakovatelnosti

Pétiosy pohyb eliminuje dobu potfebnou k polohovani hlavy

Kontinualni polohovani zaru€uje optimalni pfistup
k méfenym prvkdm pfi minimalizaci vymén dotekd

Soucasny pohyb v 5 osach umozriuje méfeni vétSich
soucéasti na CMM diky minimalizaci prostoru kolem soucasti
potfebného pro otaceni hlavy




REVO je revoluéni méfici systém spole¢nosti Renishaw

s méfici hlavou a sondou. Kazdy proces a prvek systému
REVO byl navrzen tak, aby umoznil uzivateldm dosahnout
dfive nedosazitelné Grovné kontrolniho vykonu:

+ Pétiosé skenovani slozitého tvaru, schopnost systému REVO
shromazdovat velmi vysoka mnoZstvi presnych kontrolnich dat
pfi ultra vysokych skenovacich rychlostech je neocenitelna.

+ Shromazdovéani dotekovych bodt velmi vysokou rychlosti
pomoci kontinuélné variabilniho dvouosého pohybu hlavy
pohanéné servomotorem.

+ Inovacni, patentovana technologie snimani dotekem sondy
umoznujici snimani velmi blizko méfenému povrchu,
vykazujici lepsi pfesnost.

+ Originalni kalibrace hlavy pro sniméani dotekem sondy
(RSP2) u pétiosého méfeni Renishaw vyzaduje pouze
presnou kalibraci jednoho doteku ve vSech uhlech otaceni,
coz standardné usSetfi nékolik hodin drahocenného ¢asu.

+ Kontinualni polohovani synchronizovaného pohybu péti os,
které usnadriuje pfistup k prvkdm.

+ Schopnost vyuziti vice senzorl pro optimalni vybér sondy.
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Méfici hlava REVO-2 je vybavena technologii kulovych
vzduchovych loZisek v obou osach pohanénych
bezkartakovymi motory, které ve spojeni se snimaci s vysokym
rozli$enim zaji$tuji rychlé polohovani s velmi vysokou pfesnosti.

Métrte rychleji

+ az 50x vyssi rychlost pfi skenovani povrchu nez u tfiosého
skenovani

Méfeni vice bodu

+ rychlost sniméani 4 000 bod(l za sekundu

Pfesnéjsi méfeni

+ pomoci sniméani dotekem sondy (RSP2) REVO

Méreni vice prvka

+ kontinualni polohovani pro bezkonkurenéni flexibilitu

Méreni bez kompromisu

+ 100% kontrola pro optimalni ovéfovani dilG a fizeni procesu

Méreni drsnosti povrchu

+ integrované motorizované otaceni osy C pro optimalni
pristup k prvku

+ automatizované méfeni drsnosti povrchu soufadnicovym
méficim strojem nezavisle na obsluze
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* K dispozici jsou dal$i moduly SFM




RSP2 je specialni lehka sonda s ,dotekovym snimanim“ uréené k pouziti v
systémech REVO, ktera nabizi dvojrozmérné snimani (x, y) a trojrozmérné
dotykové spinaci méfeni.

Téleso modulu RSP2 je kompatibilni s celym sortimentem drzakd doteku systému
REVO, které mohou dosahovat délky az 500 mm. RSP2 vyuziva k méfeni laserovy
paprsek, ktery vychazi z modulu a dutym dotekem prochazi k reflexni ploSce umisténé
na konci doteku. Pfi kontaktu doteku s méfenym dilcem se dotek prohne a reflexni
ploska se vychyli. Zménéna draha laserového paprsku je pak snimana, takze je znama
pfesna poloha doteku, protoze reflexni ploska a kulicka doteku jsou blizko sebe.
Opotfebeni kulicky doteku pfi skenovani je diky nizkym skenovacim silam minimalni.

Sonda RSP3 doplriuje systém REVO o 3D skenovani (x, y, z) a pouziti lomeného
doteku.

Sonda RSP3 se pouziva pro tfiosé snimani s pevnym Ghlem hlavice REVO-2
b&hem méteni. Rada sond umozZfiuje pouZit riizné délky doteku pfi zachovani
optimalni méfici vykonnosti.

Je zaloZena na systému oto¢ného pohybu technologie SP25M se dvéma
membranovymi pruzinami, z nichz jedna umozriuje pohyb ve vSech smérech a druha
(oto€nd) pruzina je pevna ve sméru (snimani) x a y, ale umozriuje pohyb v ose Z.

Na rozdil od SP25M jsou u systému RSP3 sonda a modulové prvky zkonstruovany
jako jeden celek. Rada sond RSP3 je ted dostupna pro pouziti dotekd réiznych délek.
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* K dispozici jsou dal$i moduly
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Méreni drsnosti povrchu tradiéné vyzadovalo pouziti pfenosnych drsnomérd
nebo pfesun dilce na specialni méfici pfistroj.

Avsak diky sondé REVO SFP2 je kontrola drsnosti povrchu nedilnou souéasti
méfeni soufadnicového méficiho stroje, které umozriuje automaticky pfepinat z
méfeni rozmérl na méfeni drsnosti povrchu.

Sonda SFP2, jako soucast systému REVO, nabizi mnoho vyhod:

+ Sonda SFP2 vyuzivd neomezené polohovani a pétiosy pohyb systému
REVO a vyznacuje se integrovanou motorickou osou C.

+ Programy soufadnicovych méficich stroj mohou nyni obsahovat
automatické méfeni drsnosti povrchu nezéavislé na obsluze stroje. VSechny
vysledky, véetné dat méfeni drsnosti povrchu, jsou zaznamenany a ulozeny
na jednom misté, takze jejich opétovné nacteni je velmi jednoduché.

+ Integrované méfeni drsnosti povrchu a kontrola rozmérd mohou uzivatele
zbavit nutnosti vyuZivat specializované zafizeni na méfeni drsnosti povrchu,
¢imz se zlepSi prostorové vyuziti vyrobniho zavodu, eliminuji se rizika a
snizi se naklady na nezbytnou manipulaci s dily.

Systém SFP2 se sklada ze sondy a vyménnych moduld. Je kompatibilni

s ostatnimi prvky systému REVO v€etné moznosti automatické vymény
jednotlivych prvkd. Soufadnicovy méfici stroj se diky tomu méni ve flexibilni
meéfici centrum schopné optimalnim nastrojem zabezpecit zméfeni témér
libovolné méfici ulohy. Data z nékolika senzorl jsou automaticky vztazena ke
spoleénému nulovému bodu.

Systém méfeni drsnosti povrchu je ovladan stejnym rozhranim kompatibilnim
s |++ DME jako u systému REVO a pIné uzivatelské vyuZziti je zajisténo
metrologickym softwarem MODUS™ od spole¢nosti Renishaw.

Varianty modulu SFP2 umozriuji libovolné napolohovani hrotu, coz v
kombinaci s kloubovym spojem mezi modulem a drzakem umozriuje pfistup i k
nejobtiznéji dostupnym prvkim.

Kazdy modul SFM je svym vlastnim miniaturnim méficim zafizenim
zacleriujicim patentovany snimaci systém Renishaw pro pfevod pohybu hrotu
doteku.

Specializované moduly byly navrzeny tak, aby splfiovaly jedine¢né pozadavky



RSP3-6 poskytuje vylepsenou moznost pfistupu do hlubokych
vyvrtl a méfeni prvkd v ramei velkych dilcd. |

L
Sonda miize byt opatfena fadou drzak( dotekl pro aplikace - '
vyzadujici rovné a lomené nastavce a lze ji pouzit pro aplikace ‘

vyuzivajici dotekové snimani a méfeni pomoci 2D snimani.

+ Dosah — Je k dispozici s pfimymi prodluZovacimi nastavci az
do délky 800 mm od stfedu otaceni osy A hlavice REVO-2 a
zalomenymi prodluzovacimi nastavci az do délky 600 mm.

+ Presnost — Pfesnost skenovani; bézné lepsi nez odchylka
tvaru 10 pym (filtrovana) a odchylka na prdméru 5 ym.

PFesnost dotekového snimani; bézné lepsi nez odchylka
tvaru 3 pm a odchylka prdméru

+ Soucast pétiosého vicesenzorového systému REVO —
Dlouhé nastavce kombinované s pétiosymi pohyby pro
lepsi pfistup k dilcdm a vicesenzorovou vyménou pro vyssi
flexibilitu. —

Sonda RVP poskytuje vysoce vykonné pétiosé méreni pro
bezdotykové aplikace.

Pétiosy pohyb mezi prvky dild a zpracovani obrazu v realném
&ase dramaticky zvy$uije rychlost shromazdovani dat u malych
prvkd a jemnych ¢&i pruznych dild, které nelze zméfit pomoci
dotykovych sond.

Systém RVP obsahuje télo optické sondy, optické moduly,
porty zasobniku a kalibraéni artefakt. Soucasti systému

pro zachyceni a zpracovani snimku jsou uvnitf téla optické
sondy a obsahuji standardni odolny snima¢ CMOS zajistujici
spolehlivé pofizovani snimkd.

Optické moduly umoznuji méfeni fady prvkd s rGznymi
velikostmi a tvary. VSechny optické moduly obsahuji nedilné
LED osvétleni za u¢elem dosazeni ostrého kontrastu mezi
otvory a materialem dilce. K dispozici je i moznost prosviceni
pozadi dilce pomoci prvku podsviceni vélenéného do upinace
méfeného dilu.




Ridici systém pohybu je rozhodujicim ginitelem, ktery ovlada
vykonnost kazdého soufadnicového méficiho stroje. Ridici
systémy UCC spole¢nosti Renishaw poskytuji vykonnou
platformu pro systémy pétiosého méfeni a prinaseji
uzivateldm soufadnicovych méficich stroji bezprecedentni
flexibilitu a produktivitu.

Systémy UCC jsou navrzeny tak, aby splriovaly naro¢né

pozadavky pétiosého snimani a zpracovani 4 000 datovych

bodUl za sekundu rychlosti az 500 mm/s. Poskytuje také

plynulé simultanni pohyby soufadnicového méficiho stroje

a os hlavice, coz zajistuje minimalni dynamické vychyleni
konstrukce soufadnicového méficiho stroje
pro optimalni vykonnost méfeni.

II'-I- Rada fidicich systéma UCC spoleénosti
Renishaw podporuje pfikazovy protokol
I++DME, ktery také podporuje vétsina
méficich softwarovych produkt
soufadnicovych méficich stroji. Systém funguje na bazi klient
(aplika¢ni software) — server (software fidiciho systému), kde
odpovédnost za méfici vykon ma server. Spole¢nost Renishaw
vyvinula aplikaci UCCserver k fizeni vSech aspektll metrologie
soufadnicovych méficich strojl a kalibrace sond.

Systém vymény sond REVO-2 umozriuje automatickou
vyménu drzaku sondy a doteku REVO-2 s vylepSenou
flexibilitou pomoci fady konfiguraci dotekd.

RCPTC-2 a -3jsou tepelné regulované porty specialné
navrzené pro vyménu sond REVO. RCP TC-2 se pouziva pro
sondy RSP2 a RSP3. RCP TC-3 se pouziva pro sondy RSP3-6
a SFP2.

Klicové vlastnosti RCP TC jsou:

» Udrzuje sondy v provozni teploté, kdyz se nepouzivaiji, kvuli
optimalnimu méfeni.

« Kompatibilni s MRS.

Systém RCP2 je konfigurovan pro vymeénu drzakud dotekd RSP2
a SFP2, zatimco FCR25 se pouziva pro drzaky dotekdl RSP3.

Kalibrace u tradi¢nich systému sourfadnicovych méficich stroju
zabere spoustu €asu, ktery by jinak bylo mozné vyuzit pro
méreni obrobku. Pomoci kalibra¢ni koule uchycené na stole
jednoducha a prakticka kalibra¢ni technika pro sondy REVO-2
uréuje skuteénou geometrii hlavy a sondy a umozriuje méfeni
v jakékoli poloze jedinou operaci.
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Pétiosa technologie, jez byla poprvé pouzita u ocenéného systému REVO
spole¢nosti Renishaw, je dostupna pro aplikace dotekového spinani

s dramatickym dopadem na terminy kontrol, naklady, schopnost a flexibilitu u
soufadnicovych méficich stroji vSech velikosti.

Jedine¢né snimani hlavy PH20 umozriuje snimani méficich bodi pouhym
pohybem hlavy, nikoli konstrukci soufadnicového méficiho stroje.

Je pouzit pouze rychly otacivy pohyb hlavy, takze body mohou byt snimany
rychleji a s vétsi pfesnosti a opakovatelnosti. Kromé toho pétiosy pohyb
eliminuje dobu potfebnou k pootaéeni hlavy.

Soucasné toto zvyseni rychlosti zpravidla zvysi vykon az trojnasobné oproti
béznym systémam.

Schopnost PH20 provadét kontinualni polohovani zarucuje optimalni pfistup k
prvkdm pfi minimalnich zménach snimaciho doteku.

Soucasny pohyb v 5 osach umozriuje méreni vétsich souc¢asti na CMM diky
minimalizaci prostoru kolem soucésti potfebného pro ota€eni hlavy.

PH20 se automaticky vyrovna se soufadnicovym systémem soucasti, takze
odpadaji kolize dotykového hrotu a pozadavek na pfesné upinaci pfipravky.
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+ Opakovatelnost — je vyS$Si pfi pouziti metody ,snimani
pohybem hlavy*“

- Presnost — je vysSi pfi pouziti kalibrace zalozené na
orientaci prvku a ,snimani pohybem hlavy*

+ Odchylka pfejezdu pozice — automaticky kompenzovana
béhem kalibrace

+ Korekce kulicky po vyméné modulu — automaticka korekce
po vyméné modulu.

+ Kompaktni design — vhodny pro Sirokou $kalu
soufadnicovych méficich strojl

+ Kompatibilni s fidicimi jednotkami Renishaw s rozhranim
I++DME. Kompatibilni s metrologickymi softwary standardu I++

+ PFiméa nahrada za starsi indexovatelné hlavice, zpravidla nevyZaduje Upravu stavajicich programt
+ Integrovana sonda TP20 umozriuje pouZziti stavajiciho vybaveni stroje

+ Mechanicka loziska bez pozadavku na pfivod stlaceného vzduchu

Uzivatelé snimaci hlavy PH20 budou mit okamzity pfistup k fadé osvédéenych snimacich moduld TP20, které poskytuji Siroky
vybér spinacich sil, moznost smérového snimani a prodlouzeni pro splnéni pozadavku jednotlivych aplikaci.* Vyménné moduly
zajistuji ochranu proti kolizi a mohou byt automaticky vyménény pomoci automatického zasobniku TCR20.

* Kromé modulu s vysokou spinaci silou

K dispozici je fada modulll dotekd s riznym pouzitim:

» Dva prodlouzené
moduly se standardni
spinaci silou (EM1
a EM2) zlepsuiji
dosah a nabizeji
lepsi méfici vykon,

. °* Modul se snizenou spinaci =g * Modul se stfedni spinaci
s silou (LF) pro vysokou | 2 silou (MF) odolava
e presnost s kratkym vibracim pfi pouziti
ﬂ-‘ dotekem a pro méfeni delSich dotekd.
choulostivych materiald.

nez pfi pouziti dotekd
Modul se standardni prip . "
VY . srovnatelnych délek.
spinaci silou (SF) je
vhodny pro vétsinu

aplikaci.

Sesticestny modul (6W)
pro méfeni drazek a
zapichd.
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Ceska republika

O spolecnosti Renishaw

Renishaw je zavedena spole¢nost se svétovym prvenstvim v oblasti strojirenskych technologii a dlouhou historii inovaci ve vyvoji a
vyrobé metrologickych produktt. Od svého zalozeni v roce 1973 spole¢nost dodava svym zakaznikim nejmodernéjsi vyrobky, které
zvySuji produktivitu vyrobnich proces, zlepSuji kvalitu vyrobki a poskytuji ekonomicka feSeni v oblasti automatizace.

Prostfednictvim celosvétové sité dcefinnych spole¢nosti a distributort poskytuje svym zakaznikm mimoradné sluzby a podporu.

Produktové rady:

+ Technologie aditivni vyroby a vakuového odlévani pro navrh, vyrobu prototypl a produkci dle pozadavkl zakaznikd

+ Dentalni CAD/CAM skenovaci a frézovaci systémy, vyroba a dodavky dentalnich konstrukci - mastkd, korunek a implantatd
» Systémy odméfovani polohy pro vysoce pfesnou polohovou zpétnou vazbu v linearnich, thlovych a rotacnich aplikacich
+ Upinaci systémy pro soufadnicové méfici stroje (CMM) a méfici pfistroje

» Porovnavaci kontrolni systémy pro tfidéni obrabénych dild v sériové a hromadné vyrobé

» Vysokorychlostni laserové geodetické systémy pro venkovni méfeni v extrémnich podminkach

+ Laserové systémy a systém ballbar k méfeni pfesnosti a kalibraci obrabécich a tvafecich strojd

+ Lékarské pfistroje pro neurochirurgické aplikace

« Snimaci systémy a software pro ustaveni obrobku, sefizeni nastroji a kontrolu dilci na CNC obrabécich strojich

» Ramanovské spektroskopické systémy pro nedestruktivni materialovou analyzu

» Meéfici sondy a software pro méfeni na soufadnicovych méficich strojich (CMM)

+ Snimaci doteky pro méfici aplikace na soufadnicovych méficich strojich a obrabécich strojich

Informace o kontaktech po celém svété ziskate na adrese www.renishaw.cz/kontakt
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